
中国航天工业总公司航天工业行业标准

电子元器件中多余物的K射线照相检验方法
./$%(’!&’’*

&!范围

#(#!主题内容

木标准规定了K射线照相检验电子元器件!以下简称试样"中多余物的检验要求#步骤和失效判据$

#()!适用范围

本标准适用于电子元器件内部多余物的K射线照相检验$

$!引用文件

T>,78)!放射卫生防护基本标准

TU>*,&!微电子器件试验方法和程序

)!定义

+(#!多余物

电子元器件内部存在设计文件和工艺文件规定以外的一切物体%均属多余物$

*!一般要求

,(#!设备和材料

,(#(#!K身寸线照相设备

K射线照相设备的起始透照电压应不高于)%̂ Y%最高透照电压应不低于#+%̂ Y&透照电压在’%̂ Y以下

应连续可调%在’%̂ Y以上的调整跨度应不大于*̂ Y$

推荐选用微焦点K射线照相设备或电子元器件专用K射线照相设备$

,(#()!夹具

夹具应能将试样及胶片固定在要求的位置且不影响图像或照片的清晰度和准确性$

,(#(+!象质计

象质计由粘接在厚度不大于%(%*33的聚脂薄膜上的*个丝点和一个铅质箭头标志构成%其样式如图#
所示%各丝点的尺寸如表#所示%丝点材料的K射线吸收特性应与被检试样中主要金属多余物或其外壳金属

材料相同或相似$

,(#(,!胶片

K射线照相用胶片按感光度#梯度#粒度分为四 类%见 表)(一 般 选 用T&类 或T#类 胶 片%不 选 用T0Y
类胶片%常见的胶片型号与类别见附录4!参考件"$

,(#(*!铅制标记

铅制标记应至少包括’试样型号或代号#试样连续编号#前后参照号和检验日期%需要时还可包括试验室

代号#试样生产厂名或识别代号%最终用户代号%生产批号或检验批号或日期代码$

,()!环境条件

温!!度’)*9*<&



相对湿度!)%-!’%-"

气!!压!&’!#%’̂1;"

,(+!防护要求

对K射线的防护要求应符合T>,78)中的规定"

图#!丝点型象质计样式

表#!丝点尺寸

编号 直径4$3 直径偏差$3 长度I!33 间距@!33
# )%%
) #%%
+ &%
, ,%
* )*

9* # #!)

表)!K射线胶片分类

类别 感光度 梯度 粒度

T# 很低 很高 微粒

T& 低 高 细粒

T’ 中 高 中粒

T+ 高 中 粗粒

,(,!任务书

采用本标准时#任务书中还应规定下列内容!

;(检查次数#检查方位$

@(是否提供底片和照片及检验报告$

A(照片上应具备的标记$

B(接收或拒收判据%与*(7条规定的失效判据不同时&"

,(*!操作人员

按TU>*,&方法)%#)中+(’条的规定"

,(’!无底片技术

当设备能够得到与有底片技术相同质量结果时#可用无底片技术#即直接观察#逐个检验每个试样#每个

拒收试样应编号并记录型号’编号’生产厂及生产批号"
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#!详细要求

*(#!检验准备

*(#(#!表面的清洁

在K射线照相之前!应对试样表面进行清洁!擦去存在的粘附物"

*(#()!K射线照相灵敏度确定

按任务书要求!确定应识别的象质计丝点编号"

*()!照相布置

*()(#!胶片和试样的放置

按照,(#(,条规定选择适当的胶片!放置在K射线有效范围中央!将试样放置在胶片之上#需要时!可用

夹具固定$!并尽可能使试样与胶片之间距离最小$试样之间应有足够的距离$

*()()!检验方位与次数

一般选取K射线透照厚度最小的方向作为试样的检验方位"在第一次透照后将试样沿水平轴转动8%V!

再进行第二次透照"

*()(+!象质计的放置

象质计的放置应根据具体试验确定可放在与试样材料相同或相似的元器件上面或下面"该元器件应置

于离透照中心最远的试样附近"

*()(,!铅制标记放置

铅制标记与试样边缘的间距应不小于*33(

*()(*!散射线屏蔽

应尽量减少直接受到射线照射的胶片区域!必要时可采用适当厚度的铅皮对这些区域进行遮挡"

*(+!曝光

*(+(#!自动曝光

具有自动曝光功能的设备!应按设备生产厂推荐的步骤完成曝光"

*(+()!手动曝光

参考设备生产厂推荐的数据!调节曝光参数!使照片质量满足要求"调节的一般要求是%

;(应选取较大的光源与胶片距离&

@(应选取尽可能低的透照电压!其最高值不应大于#*%̂ Y&

A(曝光量应满足照片黑度要求$达到黑度要求的曝光量时可选取较大的管电流和较短的曝光时间"

*(,!暗室处理

可以采用手动或白动方式进行暗室处理$手动处理时!应使用胶片厂规定的配方!并遵守处理技术规范"

*(*!K射线底片的接收

底片应满足下列要求%

;(试样安装方位适当!图像完整’清晰&

@(象质计图像尺寸能清晰地显示出来&

A(照片的黑度应为#(*!)(*&

B(照片上所标出的字符和代号完整’准确’清晰&

C(K射线底片上无指纹印’划痕’灰雾’无化学药品的斑点’污点等缺陷"

*(’!多余物尺寸测量

在读片器上观察并测量多余物的影像尺寸$当要求 检 查 尺 寸 为#33以 下 的 多 余 物 时!应 采 用 有 底 光 源
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的读数显微镜!在放大倍数#*!*%倍下观察并测量多余物的影像尺寸"

*(7!失效判据

除任务书另有规定!试样中有下列多余物时!应判为失效"

*(7(#!半导体器件

;(大于)*$3的松散的或附着的任何多余物颗粒!或是尺寸较小但已跨接试样中不该连接部位的颗粒#

@(内引线导线尾端线的延伸!在半导 体 芯 片 焊 区 上 超 出 其 正 常 边 缘 达 导 线 直 径)倍 以 上!或 在 管 柱 上

超出其正常边缘达导线直径,倍以上#

A(引线柱上大于&%$3或从形状来看有可能脱落的毛刺#

B(在半导体芯片周围堆积并接触半导体芯片边缘的键合剂!其累计厚度超过半导体芯片的高度"当键

合剂是堆积的但不接触半导体芯片时!堆积不得超过该半导体芯片高度的)倍"不应有大于)*$3的外来物

质!零散的安装材料应看作为外来物质"多余的$但 不 是 零 散 的%安 装 材 料 不 能 认 为 是 外 来 物 质"除 非 安 装

材料累计高度大于底部的宽度或者在某点颈缩#

C(封盖&封装键合区或封装内任一处的金属脱皮#

L(封装内任一处额外的球状键$安装时接触到安装多余物质除外%"

*(7()!电气元件

*(7()(#!钽电容器和熔断丝管

;(钽电容器内大于%()33和熔断丝管内大于&%$3的颗粒多余物或者跨接外壳和内引线的丝状多余物#

@(内引线焊接端的可动多余物#

A(尺寸大于&%$3的内引线的毛刺和焊剂堆积"

*(7()()!继电器

;(大于*%$3的颗粒可动多余物或者跨接触点对之间的丝状多余物#

@(磁性材料&簧片和支架上的大于#%%$3的多余物#

A(引线炸点底片上大于#%%$3的堆积物"

*(&!检验报告

*(&(#!检验报告应包括’检验日期&编号&检验 结 果&检 验 数 量&拒 收 数 量 和 检 验 人 员 签 字 等!每 个 拒 收

试样应列出型号&编号&需要时还应列出拒收原因"

*(&()!当有规定时!应向生产厂或最终用户提交一套K射线照片和检验报告副本!并应规定保存的时间"

附!录!4
部分型号胶片的对应类别

$参考件%

4#国内&外部分常见胶片与类别见表4#"
表4#

类别 天津三环 4ML;?TAh;CQ\ PRB;̂ H‘aGG\ k‘bD

T0 ( H)&H+ :&/: 2H!+*&2H!,* )*,
T& Y H,&H* 5&5K 2H!** *%,&&%,&

T’ ’+ H7 4K 2H!’*&2H!7% #%%,
T+ & H#% ? 2H!&8 #*%,
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